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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国印制电路标准化技术委员会(SAC/TC47)和全国半导体设备和材料标准化技术委

员会(SAC/TC203)共同归口。
本文件起草单位:广州兴森快捷电路科技有限公司、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司、华为

技术有限公司、通富微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司、江苏长电科技股份有限公司、
中国电子技术标准化研究院、广东生益科技股份有限公司、珠海方正科技高密电子有限公司、广东伊帕

思新材料科技有限公司、无锡中微亿芯有限公司、深圳市柳鑫实业股份有限公司、苏州生益科技有限公

司、工业和信息化部电子第五研究所、北京兴斐电子有限公司、苏州锐杰微科技集团有限公司、深圳市电

巢科技有限公司。
本文件主要起草人:乔书晓、胡勇勤、崔永涛、陈磊、李勇、马晓建、邹茂前、薛超、刘申兴、苏新虹、

谢添华、贺育方、鲍漫、张兵、张红兵、周晨、徐小明、杨柳、张伦强、何骁、刘国栋、张源、袁告、张龙、
高亚丽。
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刚性有机封装基板规范

1 范围

本文件规定了刚性有机封装基板的要求、质量保证规定、标识、包装、运输、贮存和说明事项,描述了

相应的检验方法。
本文件适用于金属丝键合封装和倒装芯片封装用刚性有机封装基板(以下简称封装基板)。
本文件不适用于陶瓷封装基板和挠性封装基板。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T2036 印制电路术语

GB/T2423.17 环境试验 第2部分:试验方法 试验Ka:盐雾

GB/T2423.22—2012 环境试验 第2部分:试验方法 试验N:温度变化

GB/T4588.3 印制板的设计和使用

GB/T4677—2002 印制板测试方法

GB/T4721—2021 印制电路用刚性覆铜箔层压板通用规则

GB/T4937.4—2012 半导体器件 机械和气候试验方法 第4部分:强加速稳态湿热试验

(HAST)

GB/T4937.22—2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第22部分:键合强度

GB/T4937.30—2018 半导体器件 机械和气候试验方法 第30部分:非密封表面安装器件在

可靠性试验前的预处理

GB/T5230 印制板用电解铜箔

GB/T6040—2019 红外光谱分析方法通则

GB/T6461—2002 金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级

GB/T6739—2022 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度

GB/T16261 印制板总规范

GB/T16921—2005 金属覆盖层 覆盖层厚度测量 X射线光谱法

GB/T17359—2023 微束分析 原子序数不小于11的元素能谱法定量分析

GB/T19247.6—2024 印制板组装 第6部分:球栅阵列(BGA)和盘栅阵列(LGA)焊点空洞的评

估要求及测试方法

GB26572 电器电子产品有害物质限制使用要求

GB/T29505—2013 硅片平坦表面的表面粗糙度测量方法

GB/T29847—2025 印制板用铜箔测试方法

GB/T30693—2014 塑料薄膜与水接触角的测量

GB/T31471 印制电路用金属箔通用规范
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